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摘摘要要

德州仪器 (TI) 的湿度传感器或湿度数字转换器 (HDC) 系列可在业界最低的功耗水平下提供出色的测量精

度。低功耗特性有助于在诸如智能恒温器和无线数据记录器之类的电池供电型物联网 应用 中使用，同时出

色的精度可支持诸如白色家电、智能家居助理和燃气计量之类的 应用 。HDC IC 进行了出厂校准以方便使

用，并采用小型封装（WSON 或 DSBGA）来简化电路板设计。

与采用 WSON 或 DSBGA 封装的普通 IC 相比，HDC 具有暴露的湿度传感层，因此在存储、组装和封装期

间需要采取额外预防措施，才能满足数据表的性能规格。在 PCB 组装期间也需要特殊处理。降低封装上的

应力有助于确保最佳性能。本应用手册介绍湿度传感器（包括 HDC1010、HDC1080 和 HDC2010）的存储

和处理准则。
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1 暴暴露露于于污污染染物物

湿度传感器不是标准 IC，因此不得暴露于颗粒或挥发性化学物质（如溶剂或其他有机化合物）下。封装中的

开口会使传感层暴露于环境中并使其易受污染物的影响。典型环境条件不会构成化学品暴露的重大风险，但

是制造和存储环境是已知的挥发性污染源。HDC1010 和 HDC2010 的创新型 DSBGA 封装将传感元件置于

器件底部（请参阅图 1），与 WSON 解决方案 (HDC1080) 相比，能够使传感器免受污垢、灰尘以及其他颗

粒污染物的影响，因此更加稳定可靠。

图图 1. DSBGA 封封装装将将传传感感元元件件置置于于器器件件底底部部 (HDC2010)

必须避免暴露于各种化学品，或者将此类暴露降到最低程度。已知暴露于下列化学品会导致湿度输出读数漂

移，这种影响可能无法逆转：

• 如下溶剂

– 甲苯：C7H8

– 丙酮：(CH3)2CO

– 乙醇：C2H6O

http://www-s.ti.com/sc/techlit/SNIA025.pdf
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– 甲醇：CH3OH

– 异丙醇：C3H8O

– 二异丙醚：C6H14O

– 乙二醇：(CH2OH)2

– 乙酸乙酯：C4H8O2

– 醋酸丁酯：C6H12O2

– 甲基乙基酮：CH3C(O)CH2CH3

• 如下的酸

– 盐酸：HCl

– 硫酸：H2SO4

– 硝酸：HNO3

• 其他化学品，包括

– 烯酮

– 氨：NH3

– 过氧化氢：H2O2

– 臭氧：O3

– 甲醛：CH2O

这些化学品是环氧树脂、胶水、粘合剂或烘烤和固化过程中脱气的反应副产物的组成部分。

传感层在焊接后不得直接接触清洁剂（例如 PCB 板清洗剂）。对传感层施加清洁剂可能导致传感器出现 RH
输出漂移，甚至传感器完全损坏。避开气溶胶除尘器产生的强烈冲击，只使用低压无油的空气除尘器。

如果需要将 HDC 暴露于污染物，必须尽可能降低暴露浓度，并缩短暴露时间。良好的通风（新风供给）有

助于降低挥发性化学品（尤其是溶剂）的浓度。

2 封封装装和和存存储储

TI 的湿度传感器采用密封性防静电卷带腔体来运输。去除卷带腔体之后，在组装之前可以将传感器存储在湿

度和温度受控的环境中。贮存温度和湿度限制取决于传感器的 MSL 级别。请参阅应用手册《MSL 等级和回

流焊曲线》以了解详情。

请勿将湿度传感器与防静电聚乙烯袋或包装材料（粉色泡沫）一起存放，因为这些材料会散发可能影响传感

器的气体。建议使用金属化、防静电、可密封的袋子进行存储。请勿在存储容器内使用粘合剂或胶带。

3 组组装装

必须在最后组装步骤中添加 HDC。如果 PCB 经过多个焊接周期（如在顶部和底部组装的 PCB），建议在

最后一个焊接周期中组装 HDC。这样可以降低传感层暴露的风险。必须避免接触1 节中列出的污染物，或者

将其接触降低到最低程度。不得超过最高组装温度和最长暴露时间。

注注: 请使用“免清洗”焊膏，一旦将传感器组装到 PCB 上便不得施加电路板清洗剂，这一点很重要。

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SNIA025.pdf
http://www.ti.com/lit/pdf/SPRABY1
http://www.ti.com/lit/pdf/SPRABY1
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4 极极端端环环境境中中的的应应用用

某些 应用 需要在严苛环境下使用 HDC。确保传感器在最高温度和湿度极限运行条件下的暴露符合数据表的

指南。务必限制高浓度挥发性有机化合物下的暴露以及限制过长的暴露时间。在苛刻环境下的使用必须经过

仔细测试和认证。

强烈建议不要暴露于任何水溶液。如果某些情况下无法避免暴露于水溶液，请遵守以下准则：

• 暴露于酸或碱可能影响湿度输出读数精度。

• 碱溶液的破坏性小于酸溶液。必须考虑所有酸溶液对传感器的损害。高浓度的腐蚀性物质（例如 H2O2 或

NH3）会损坏传感器。

• 极低浓度的腐蚀性溶液不会损坏传感器本身。但是，必须注意确保焊接触点不受侵蚀。

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SNIA025.pdf
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